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摘要(译)

显示屏包括封装OLED的OLED器件封装结构。 OLED器件封装结构包括
基板，形成在基板上的阻挡层，布置在阻挡层上的表面活性层以及堆叠
在表面活性层上的缓冲层。缓冲层在阻挡层上的正交投影与表面活性层
在阻挡层上的正交投影重合。复合层可以进一步堆叠在缓冲器上。
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